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	高性能プリント配線基板用熱可塑性樹脂フィルム「ＩＢＵＫＩ®」
低温での熱プレスを可能にした新グレードを開発


三菱樹脂株式会社
本　社：東京都千代田区丸の内2-5-2

社　長：神尾　章
資本金：２１５億円

三菱樹脂株式会社は、熱プレスによって一括多層が可能な高性能プリント配線基板用熱可塑性樹脂フィルム「ＩＢＵＫＩ®」および「ＩＢＵＫＩ®銅張板」を上市しておりますが、この度、ＦＲ－４（ガラスクロス強化エポキシ樹脂）基材用の汎用熱プレス機を用いて、一括多層が可能な新グレード「IBUKI-LT<仮称>」（低温積層タイプ）を開発しました。

当社の「IBUKI」は、接着剤を用いずに、20層以上の一括多層プレス加工を容易にした高性能多層プリント配線基板用熱可塑性樹脂フィルムです。優れた寸法安定性、高周波特性、ビア加工性と鉛フリー半田に対応する耐熱性、加水分解特性を有しております。このような特性が注目され、次世代の高性能プリント配線基板用絶縁基材として注目されており、２００４年から、株式会社デンソーの次世代高性能一括多層プリント配線基板（PALAP基板）向けの絶縁基材として採用されています。

　今回、新たに開発した新グレード「IBUKI-LT<仮称>」は、この従来の「ＩＢＵＫＩ」の特長はそのままに、ＦＲ－４基材用の汎用熱プレス機で一括多層を可能にした低温積層タイプの新グレードです。従来の「IBUKI」は、一括多層に２３０℃以上の熱プレスが必要でしたが、この新グレードでは１９０℃で熱プレスが可能です。これにより、より汎用的に「ＩＢＵＫＩ」が使用できるようになります。また、新グレードは、製造時の品質不良の原因となる吸水率についても、従来の「ＩＢＵＫＩ®」より低減化されています。

製品仕様は、フィルム単体と片面銅貼りフィルムの２種類です。６月からサンプル出荷を開始し、本格発売は２００７年１月を予定しています。

電子機器の薄型化、小型化、高機能化に伴い、プリント基板は今後もより一層の多層化、部品内蔵化が進むと考えられます。当社は、より汎用性の高い低温積層タイプの投入によって、「ＩＢＵＫＩ」シリーズのさらなる普及を目指していきます。

※「ＩＢＵＫＩ」は、「ＪＰＣＡ ｓｈｏｗ」の出展会社を対象とした新製品発表において、ボンディングシートへの応用事例等が高く評価され、２年連続で「ＪＰＣＡ賞」を受賞しました。

【「IBUKI-LT<仮称>」商品概要】
１．用途
：一括多層基板、ビルドアップ多層基板、フレキシブル基板、ボンディングシート等

２．仕様
：フィルム（単体）、片面銅張フィルム

３．特長　・熱可塑性樹脂なので、熱成形や熱融着が容易＜高多層化・一括多層に対応＞

・高機能樹脂ベースなので、高周波特性に優れている＜低比誘電率、低誘電正接＞

・ガラスクロスレスなので優れた加工性を提供＜高密度化に対応＞

４．本格販売　：　２００７年１月予定

【写真：高性能プリント配線基板用熱可塑性樹脂フィルム　“ＩＢＵＫＩ”　】

	＜本件に関するお問合せ先＞
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http://www.mpi.co.jp


